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１．概要（Summary）
ガラスへの無電解めっき製膜技術を開発中。しかしな

がら、ガラスの平坦性によりめっき膜との密着性を得ること

が困難。そこでガラス上に密着層を形成することを検討。

密着層として自己組織化膜（SAM）を選択し、製膜プロセ

スの評価を実施。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

ダイシングソー、FE-SEM、電子ビーム蒸着装置

【実験方法】

1) ガラスを 2cm 角にカット

2) プラズマ洗浄にてガラス表面に水酸基を付与

3) シランカップリング剤溶液にガラスを浸漬しSAM形

成

4) SAM の官能基へ Pd 触媒を付与

5) SAM 上へ無電解めっきを製膜

6) 無電解めっき膜をシード層として電解めっきを製膜

7) テープピール試験によりガラスとめっき膜の密着性

を評価

３．結果と考察（Results and Discussion）
ガラスへのSAM 形成、SAM への Pd吸着、Pdを触媒

とした無電解めっき析出まで確認。0.3 μm 厚の無電解め

っき膜が得られ、テープピールテストにて十分な密着性が

あることを確認した。しかしながら、その無電解めっきに 3
μm の電解めっきを形成するとテープピールで無電解め

っき膜ごとガラスから剥がれた。

SAM 上に積層されためっき皮膜の内部応力によって

剥がれたものと考えられ、SAM の官能基変更で密着性

向上を検討継続中。
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